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Product used  使用する装置

AP-J-0041A4-2026063001

Before

Copper plate

Sn foil

Nickel tab

After

X線撮影

No surface marking

Patented

15MZs

Bonding ボンディング

サウンドパワーのボイド排出効果による綺麗な合金接合

ニッケルタブと銅板の音波接合


